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证券代码：688720 证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

投资者关系活动类

别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 ☑业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 ☑电话会议

□其他

参与单位名称

线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者；

诺安基金、禹田资本、广发基金、中再资产管理、交银施罗德基金、建

信基金、博时基金、南方基金、华能贵诚信托、长信基金、华宝基金、

和谐健康险、多和美、尚诚资产、人保资产、景泰利丰、大家资产、和

聚投资、中信另类、中银资管、博道基金、兴业基金、衍航投资、中科

沃土基金、承珞资本、恒越基金、上海人寿、金信基金、长城财富、信

达资本、红石榴、上海保银投资、粤信资产、中信股衍、益菁汇资产、

路博迈（上海）、Pleiad Investment Advisors、Polymer Capital、中

信固收、聆泽投资、星元投资、红杉资本、正圆投资、和基投资、宏鼎

财富、Brilliance、第五公理、仙人掌资产、海金投资、昊泽致远、新

活力资本、辰星投资、狐尾松资产、闻天投资、东吴基金、华能贵诚信

托、华安证券、深圳前海旭鑫资产、上海骐邦投资、粤佛基金、海富通

基金、中泰电子、元诚基金、耕霁投资、申银万国、平安银行、长盛基

金、华金电子、长安基金、西南证券、贵山基金、凯丰投资、兴业基

金、华泰保兴基金、苏州国发、海通证券、山西证券、平安基金

时间 2024 年 8 月 19 日-2024 年 8 月 20 日
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地点 线上及网络互动

上市公司

接待人员姓名

董事长：张兵

常务副总经理、董事会秘书：陈小华

财务总监：吕敏

独立董事：李挺

证券事务代表：徐雯

投资者关系活动主

要内容介绍

一、公司管理层介绍 2024 年半年度经营情况

1、公司整体经营情况：2024 年上半年度，公司实现营业收入 1.86 亿

元，同比增长 20.63%，归母净利润 1,373.95 万元，同比增长 23.57%。

增长的主要原因是，国内半导体行业总体呈现出复苏趋势，下游厂商的

需求回暖，同时公司在先进封装领域的销售收入持续提高。

2、主营业务分产品的情况：公司产品主要聚焦在电镀液及配套试剂、光

刻胶及配套试剂两大产品板块，2024 年上半年度，公司电镀液及配套试

剂收入 8,345.30 万元，同比增长 13.31%，占总营业收入的 46%左右，光

刻胶及配套试剂收入 4,082.97 万元，同比增长 44.57%，占比 23%左右，

电镀配套材料收入 5,531.25 万元，同比增长 24.09%，占比 30%左右。

3、公司产品进展情况：

电镀液及配套试剂方面，主要聚焦晶圆 7-28nm、先进封装等先进制

程。先进封装领域，电镀锡银添加剂取得客户的小批量订单；先进封装

电镀铜添加剂，电镀铜基液，处于稳定性验证阶段；在晶圆领域，公司

28nm 大马士革镀铜添加剂产品在中试阶段，14nm 以下制程的超纯硫酸钴

产品在客户验证阶段，晶圆制造铜制程用清洗液，实现小批量供应。

光刻胶及配套试剂方面，公司光刻胶产品覆盖晶圆制造、先进封装

和半导体显示等应用领域：在晶圆制造领域，公司的 i 线光刻胶已经在

晶圆厂小量产，PSPI 光刻胶目前在主力晶圆厂验证测试中。在先进封装

领域，公司的先进封装负性光刻胶已经在长电科技、华天科技等主要封

装厂实现量产，目前处于量产放大阶段。半导体显示领域，公司 OLED 光

刻胶（全膜层）目前在京东方验证中。公司先进封装光刻胶配套试剂是

国内先进封装厂的主力供应商之一。
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二、问答交流环节

问题一：公司在研发方面有取得什么突破？

回答：电镀液及配套试剂方面，公司在持续夯实传统封装国内龙头地位

的基础上，逐步在先进封装以及晶圆 28nm、14nm 先进制程取得突破。①

在先进封装领域，公司先进封装用电镀锡银添加剂已通过长电科技的认

证并取得小批量订单；先进封装用电镀铜基液（高纯硫酸铜）已在华天

科技正式供应；先进封装用电镀铜添加剂处于批次稳定性验证。②在晶

圆领域，公司 28nm 大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品已进入样品试制

和产品认证阶段；14nm 先进制程的超高纯硫酸钴已完成样品生产，在客

户端测试进展顺利；晶圆制造铜制程用清洗液已完成客户测试认证，实

现小批量交付。

光刻胶及配套试剂方面，先进封装负性光刻胶已通过长电科技、华

天科技的认证并实现批量供应；OLED 光刻胶（应用于两膜层）及晶圆制

造 i 线正性光刻胶已分别通过京东方及华虹宏力的认证并开始小批量供

应。公司是国内先进封装光刻胶配套试剂产品主力供应商，主要产品包

括附着力促进剂、显影液、蚀刻液、去除剂等。

问题二：报告期内公司研发费用同比增长 54.81%，这些研发资金主要投

向了哪些创新项目？预计会为公司带来哪些长期收益？

回答：公司研发主要投入在先进封装及晶圆制造领域电镀液和光刻胶等

产品，主要产品包括：晶圆制造 14nm 制程超纯硫酸钴、28nm 制程大马士

革电镀铜添加剂、功率器件用 PSPI 光刻胶；先进封装用电镀铜添加剂、

电镀锡银添加剂等。

问题三：领导好，公司目前在电镀液及配套试剂方面技术储备如何？

回答：公司通过持续的技术创新和工艺创新，实现核心技术的持续迭

代，以满足客户日益增长的高端功能需求。在电镀液及配套试剂方面，

公司在 7-14nm 制程的电镀钴及添加剂，28-90nm 制程的电镀铜及添加

剂，先进封装电镀锡银添加剂等方面均进行了积极的技术储备。

问题四：公司 24 年上半年营业收入同比增长 20.63%,主要得益于哪些业

务板块？

回答：公司 2024 年上半年营业收入 1.86 亿元，同比增长 20.63%，主要
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得益于公司电镀液、光刻胶及配套试剂销售收入的增长，其中电镀液及

配套试剂销售收入同比增长 13.31%，光刻胶及配套试剂销售收入同比增

长 44.57%，公司在先进封装领域的销售收入持续提高，营业收入表现出

良好的增长趋势。

问题五：请问公司在光刻胶及配套试剂方面有什么创新产品吗

回答：在光刻胶及配套试剂方面，公司光刻胶产品覆盖晶圆制造、先进

封装和半导体显示等应用领域：（1）在晶圆制造领域，公司的 i 线光刻

胶已经在晶圆厂小量产，PSPI 光刻胶目前在主力晶圆厂验证测试中。

（2）在先进封装领域，公司的先进封装负性光刻胶已经在长电科技、华

天科技等主要封装厂实现量产，目前处于量产放大阶段。（3）半导体显

示领域，公司 OLED 光刻胶（全膜层）目前在京东方验证中。（4）公司

先进封装光刻胶配套试剂是国内先进封装厂的主力供应商之一。

问题六：公司目前经营性现金流情况如何？其他关键财务指标是否有所

改善？

回答：公司目前现金流情况良好，公司上半年经营活动产生的现金流量

净额为负，主系公司票据收款贴现的现金流入计入“筹资活动产生的现

金流量-取得借款收到的现金”所致。2024 年上半年，公司经营活动现金

净流出较上年同期有所下降，主要系公司票据贴现减少，承兑到期现金

流入增加所致。

关于本次活动是否

涉及应当披露重大

信息的说明

无

附件清单（如有） 无

日期 2024 年 8 月 20 日
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